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ZuaamincnfiBssang 

Es wi«l oJn mittela Laser strukturierbarer thennisch hartbarer Lfitstopplack ( ] ) mit einem; 
Fcstkfiiper yon 50 bis 100 Gcw. % und einer Beschichtimgsviskositat von bevorzugt 5000 bis 
15 000 m Pas bescimeben ^er bevorzugt keine mineralischen FWlstoffe enthalt . AuOcrdem 
eUi Verfahren tind 6ine Voirichtung ssur Besishiohtwig von Leilerplatten ( 2 ) beschric- 
ben, welches sich insbesondere dadui«h auszeichnet, dass tbetmisi* b&tbaie Lotstoppiaoke 
ohne mineralifiche FOlisstoffc dngcsclk die auf Ldteiplatteii ( 2 ) mittels einer Wal- 

zenbescixicbtungsiwxlase ( 3 ) die nur <lher kim wtewi'Bescbifchiiingseinheit bestdiend urn 
einer gummierten -bchcizbaren AufbigsAvalas ( 5 ) sowie aus zwei beheizbBi«;n Dpsierwelzean 
( 6 ) ( 7 )verfUgt, derart auf der jeweiligen Urtereeiteb^hichtet warden, dass bei einer. 
Trockenfilnidicke von 30^ Leiter (10 ) mat einer Breite und H«he von 100 |im mit dncr 
Kantenabdeckung( 13 ) voii groBor lOfim versehen werden und die Bohrungcn lackftei Wei- • 
ben.Au6ej^emwirdeinevonAsc^erUckstandw ^el^tfiache <^ 
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Mitteis Laser strukiurlerbarer thermisch hartbarer Ldtstdpplack ; 
Veifahren imd Vorrichti^g zur Bmblchtung von Leite^ 

Leiterplattoi warden mit LStstopplacken insbesondere mit fotoseosiblen totsitoppiackch bo- 
schichtet« lun die Leiter zu 3chtltzen und nur die zu lotenden Bohruugcn und Lotpads fl!r das 
Lotririn fiteizalassen, GenOgte bis 1 975 nach der Sipbdruck, so hat sich ab diesem Zeilpunkt 
der fotosensiblc Lfitstopplaok durchgesctzt. Die erforderliche Genaui^eit bei den immer . 
. kotnplexer wewleadcai Schallungen konnte nur durcb das Fotostnikturierutigsvcrfahnm rf- 
c]iergestel1t werden. Diese Liacke wurden bovorzugt im VorhanggicfiveffiditTO einscitig 
mifgetrageQ.Di^smirdeinderei^ £P 0002 040 A.I 

beschriebetj. Dicse Applikationsteobnologie fUhrt zu^inigen ProblemctL Diese sind . 
in^besontdcre die Kantenabdedkung hoher Feinleitor mit einer Btdte und Hdhe von 100 fxm* 
Die mit cincr Viskositat von 500 bis 1200 m Pas aufgetragenen Lacke fliefien infibesptidere 
beim Trocknen durch die d^rait verbundent? Viskositmsemiedrigung von den Lciterkanten ab. 
Dieses Problem wurde durch Vemendung leicht verdunstcnder LO^Jungsmittel und dnrcb 
FUUsi^f]Gi£asatze geliJst Die beschichteten Leiterplatten werden zunftchst in einem Patcnios- 
terofeS bei niedrigcr Temperatur abeelOftct, wobei der Lack auf den Letter auftrockiiet. An- 
gchlieflend erfolgt die cigentiiche Trqcfcnung adttels heifler Umluft. Das Problem der Be- 
scbiehtung bober Leiter wuido audi insbesdndere dutch die SjprUhbesQhichtung gelOst Allen 
BescUchtungsverfiihrBn ist jedoch die Mitbesehidhtua^ von Bohrungen gemeinsam. Der doit 
eiisgeflossenen Lack wird naah der Fotostfuktttrieruog im Entwicklerbad heiausgelCsL .Dies 
IQbrt gemeinsam mit den Ireientwiekelten Lotpada zu erbeblicher Abwa$i$erbel8stuhg. Die 
Lackqualititt hat insbesbndere dnrch die alkalisehen iBtitwicklungsprozesse gelitten* da die^e 
donn Obcr cntsprechende Carboxylgmppen verlRlgon mu$sten, wejolle die FeuchtigkeitsafiBni- 
tat verschlecbterten. Die £Ur die Fotostrukturierung erfbrderiichen ' Acrylatc beeintrachtige' 
den Rrwe]chungsbereich des Ldtstopplackes , welches sich insbesondere beim LOt^ mit blei- 
lireiem Lot bel hdheren Uittemperaturen naohteilig bemerkbar macht 
Die weiter fortsclireitcndc Ivlinialiirisierung stellt diese Generation von l^tstopplackcn vor 
newo Probliame. Hierbei macht sich inabesondisre die Unwcherbeit bci det Entwicklung ncga- 
tiy bemerkbar. All diese Probleme kfinnen durch die Verwendung ernes mitlels Laser atruktu-* 
ricrbarcn I^tstopplackes geldst werden- Hiermit wefden nur die Lotpads imd die Restringe 
der Bohrungen miltels KoHlendioxidlaser vom Lack befreil, Em Entwicfclungsprozess ist nicbt 
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crfo«Icrlich. Somit entsteht auch kein Polymembfall. Der User ist schr gcnau zu pbsitionie- 
ren. Probleme wie beim Filmversalz kO«neo nicht aufboKm.. Dcr Etosate dues nicht fofosen-' 
siblen thermisch hartbaren Utstopplackes scheilert zur Zeit daian. dass kein Applikationsl 
• verfahren vermgbar H mil dem pine Lackficihdt der flofirungen gev^tebtet wctden kann 
-In der EP 0766 908 Vetfal^en und Vomchttmg zum Beschichten von Leiten^Iatten. insb.- 
somlere zur Ho^tollung von Multi-Chip-Mpdulcn wird ein beidseitige., Wal^nbe^^hich- 
tunesverfehrcn fllr fotopoIymeri.sierbare Beschichtungsmittel beschrieben, bei dem die Do- 
«cn*a]zc„ auf 25 bis 60 »G crwarmt und die Auftragswalzen aul>5 bis 20 gekttolt werden 
kOnnen: Die Erwarmung des Lackes Hlhrt z^^ Veniunstung und zum Auftrockoen der nicht " 
tlbertragencn Lack^hicht a«f die Gummiobermche der Auftragswalzc. Einc Ktiiilung filhrt 
«.r Ab«,beid«„g von Kondenoot .Die endelte Leiterkantenabdeokuag bei 50 LeiteriiOlic 
und 50^m Lackschicbtdicke botrug 13 urn. Die Borungen waren nicht Iackfl«i: . Die Be- 
sohichtungsviakositat ist mit 20 000 bis 100 000 m Pas no hocb. dass nur mitprofllierten 
Wal;.en bei Schichtdicken vo„ 50 bis 200 gearbeitet werden kann .Die Beschichtungsge. 
«chwmdlgkeit von 5 bis 20 m pn, min ist ftir eine Bcsobichtung mit LGtstopplackeb ^» hodi, 
da kerne gute Kantenabdeckimg emeJt werden kimn .Diese hohe BescMchlurigsgescliM^g: 
keit wi«l aucl» in der DE 10131027 Ai zuit dem Titel , Verfahren und Vorrichtung «.r 
Hochgeschwipdlgkeltsbesehichtuttg von Hbfe/Kun.tstoff. und MetalloberflSchen bo- 
scMoh^ .Worbei werden vorzugsAveise stralUenhmbaro Pulverlaoko mitteis einer Selunelz- " 
vr^^ aus eincin Pdverlackvormt geftirdert .Dies ist mit rein tbennisol^ i,Mcnden l^ken - 
racbt dun^hflihrbBr. da es dam zu Hartungsteaktionen und V«rW„nipu«gen komml . Far die 
Besobicbtung der. UiUerseite ^ Scbmei^wal^, in einen PulverlackbeMter ohne Do.ic^ 
rung eiugetaucixt Dies fflbri bei thennisch hMbam* Laeken 2a«. Aushflrtung des Vorrates 
Gleich««8iH«JrdasinaerPatente«*rift EP 0698 2333 Bl beschrfebene Verfahren dasden 
Auftragvonstrahlcnharfteren Bo^^ohtungsmitteln ^ dcr Sclm»ize |>e«^^ 
dcrbekanntcnvcrfahn^n i«t in der Uge die erii„dungs8e™a0e Zie1set=™ng crflUJen Sie 
bc..ehen sieh ausschiicfllich.auf stnU»lenhartbare f^ksysteme .Die fUr den Leiteiplatteh- 
tnmspPrterforderlioheLackft^iheit der I^der kann eben» jy^ 
marktganeigcn LOtstopplaclco cnthaltenmineralische Foilstoffe zur Erhdliung dof Viskosit«t 
msbesondcre urn ein Ablaufcn des Lackes von den Leitcrflankcn zu verhindcm.. Diese minc- 
raiischen FtttlstofTo sind tlbabherweiso mit einem Gewichtsanteil von 20 bis 50 % in d.n 
stcpplaoken eothaltca Wenn diese marietgangigen i^tstopplacke mittelst Laser strukturicrt 

so bleibl ein Ascherflck^land auf den Lotpads z^uck, der sich pil^anig Dies 
verinndort eine einwandfieio Latung ,zumal die R^inigung schwierig ist . 
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.Etno Lackfreiboit der Bohrungcn wird mit den deizeitigcn Applikationsverfehren nicht si- • 
chorgcstcUt .FaUstoflEfrcic Ltttstopplacke inhalogenfreier Ausmhrung sind 7aa-Zdt nicht 
vcriUgbar. sodass mit ciner erheblichen ToxiditSt der VerbrennirogsgBSe gei^chnet vyerden 



muss. 




Aufgobe der vortiegendon Erfindung ist es daher einen bevomigt thermisch hanbaren Lat- 
Stopplack sowio.eiji.Vcrt^n und <dm Voirichtung verfBgbarjzu machc'n. das eine riick- 
standsfreic StmkUiriorljng mittols La^ ormOgUisht und bei dem mit niedriger Lackschicht- 
dicke due gute ICantenabdeckung bei schmalen und hohen Ixitem. eine fehlerftei geschlos- 
scnc LaokobcrfWcIie sowie eine gleichzeitige Lackftciheit der Bohrungen und Lejletplatten- 
rBnder bei nslogenfreiheit des Lad«s gewMaieisttrt \sre*dm^ 

Die Uiumg all dteser Problemc erfdlgt durch einen mitlels taser strukturicrbaren bbvoizugt 
thermisch hartbaren LOtslopplaok nach Ansprubh ( I ) ein Vetfahren gemaU Patentansjwuch 
(5) sowic durch cine VorrichtimggcmaiJPatcntanspruch (12 ) Bcsondersbevorau^ 
Varianton sind jowoils Oegcnstand der cntsprephcnden abhtogigen Patentan^rtlohe, 

, Die Erfindung wird wie folgt beschHeben : 

Ein bevoiaiugt tiiermiscb bartbarcr Laistopplack ( 1 ) mit ciner Boschichtungsviskositat von 
lievorKu«(:5000bJsl5 000 mP^undei«emFestkfirpervon.50bis JOO%dervorzugsweisc 
aus thermiaoh hartbaieiii PulvorIac& bosteht imd bevorzugt keine minoiaUschcn FtUlstoffen 
onthait. wird zusammon mit einer beidseitig mit Leitem und mit Bohrungen zwr Auftiahme 
von bedrahteten Bauelementen versehene Leitejpiatte ( 2 ) ein« Walzeabeschichtungsanlage 
( 3 ) zugeftlhrt. die aus einer oberen gummierten TnmaportwaJw ( 4 ). einer unteren gummier- 
ten Aullragswaize (5) und einem Dosierwalzeniiaar ( 6 ) und ( 7 ) besteht Zwiachen den Do- 
sierwalzen (6 ) und ( 7 ) wird aus einom oberlwlb der Walzenb^sohichtungsanlage ( 3 ) ango- 
ordnctcm Vorratsbchaltcr ( 8) cin liocliviskosor LOtstoppIack (1 ) zu dosiort. Bei Verwcn- 
dung von thermisch hartbarcm pulvcrftJraUgen LOtstoppIack ( 1 ) wird dieser tiber einen 
Siebkaaten ( 9 ) auf die gegenlfiufig mr AuflragswaJze ( 5 ) rotierende Dosierwalze ( 6 ) auf- 
getragen.Diese Ubemimmldenaufder AiiflmgswaJze(5)verbieibendenLackaufdendann . 
derpulvcrfljtmigo LOtstoppIack aufgcsti^ut witd. . Auf diese Weise wird ein Anharten ver- 
floieden und ^ Walasnapplikation von thetmisch.haribarem pulverfBrmigen LOtstoppIack 
irmdglioht Naoh dor Sbbichtdickeneinstenung mittcls der Dosiorwalzcn ( 6 ) und ( 7 ) wird 
die l^kfteiheit des Randcs diiroh eine auf die stchcndc Dosierwalze ( 7 ) aufgeklebte Folic 
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crzicit, wobei der Besohichtungsbereich ausgespart tsiu Dann wird dieser Lack init der gegen- 
laufigen DosierwalTO ( 6 ) uuf die glattc ( « 5 ).iin ) und weiche (20 his 40 shore A ) 
Gummiobcaflftche der Auftragswal?je^5)tt^^ von be- 

' vomigt 5000 .bis 1 5. 000 m Pas ihit cinor Ocschwindigkeit von 1 bis 4 m /min in einer ' 
Schichldtckc von ^0 bis 70 auf die Untcracite der I^iterplatte (2 .) aufgetragen. 
Bei der Bosobichtimg mit thenhisch hSrCbarem pulverffirmigen UStstopplack. werdon allc 
Wal^en und die zu bcschiclitonde Leiteiplatte auf die Tenipetatur ersvarmt, mit der die orfor- 
dcrUcbc Beschjchtiingsviskosiiiit emicht wi^^ 

Bei dieser hochviskosen Beschichlung wird aufgrund dor hohcn Lackhaflung an der Qmri- 
mierung mir ein Teil der auf der Auftragswaize befindlichen r..ackschicht tlbertragcn. Vor- 
raiwscl^ung fiXt die l^ickUbertragung ist die Haftung an der zu besohiehtenden Leiterpiaiten- 
oberflScbe. Da dioso auf den Kupferleitem ( 1 0 ) am hachsten i$t, wird dort auch die dlckste 
Lackschiolit aufgetragen* Die iBohrlobhwandungen kdrnieti keine HaflJlache ausbilden und • 
soinit wird dort aueh kein Lack Qbertrugen. Bei den biisher gobr^chliehon Walzcnbcseliieh- 
tungsverfahren wird der Lack Uber 6iAe gerillte Gutmniemng derart aufgcbtacJit, dass der 
Lack uu» dea RlUen herausgedxHekt wild »wobei aucli Lack in die Bohrungen gedHlckt wird 
Im erflndungsgcmgBom Vcrfalircn oifolgt die Bcsctiichtung unajbhSngig von der Be^baffen- 
hoit dor zu ticschichtonden Obcrfl^cbe. Der <»rfmdungsgenn&B auf getragene Uitstopplack ( 1 ) 
deokt somit die Loitor sohr gut ab und i&st die Bolmmgen und die LeiteiplattemSndet lack- 
6oU so d£^s cine gut6 LOtiing der bedrahleten Bauel^ente und ein Transport der besehichtc- 
ten Leiterplatte ii> den Trocimer gewlihrlei^let ist ,Eine Beschadigung der Gummioberfiachc 
durch Einschnitte dor hohcn Loiter wird durch die crilndungsgcnififie Oummiemng in Verbin- 
dung mit der bohen BeschichtungsviskositMt vermiedeh.. . 

Nach dieser crfindungsgcmafien Beschichtung wird die Leiterplatte ( 2 ) ttber einen Ketten- 
)^^^^ transport mit Traiisportklammem (11 ) in einen Infrarottrockner transportiert., d^ nur unter- 
halb der Transportstrecke mit FR Strahlern ( 12) ausgestattet ist Diese sind mit mitlelwelUe<?n 
Strablem der WellenlOnge 2 bis 4 ^ni ausgestattet ImGegcnsatzzu den bishertiblichen Ab- 
dunststredcen im Paternostetofon ,wo der Lack obnc Viskosita-tsemiedrlgung antrocknen soli, 
damit er.nioht duroh eino Viskoaitatsemiedrigung von den Leiterkanten ( 1.3 ) ablftufi, wird bei 
dem erfindungsgemOfiem Verfahren der gegenteilige ISfiTekt angestrebt Der Lack soil m5g- 
licht schneli in seiner Viskositat von 5000 bis. 15 000 m Pas auf untor 500 m Pas emledrigt 
werden« Hierdureh giattel Kieb die zuvor wellige Lackobeirnache und der Lack i&uft die Leir 





Datum n.S.ni.03 10:32 FAXG3 Nr: 615396 von NVS:FAXG3.10.01 02/07627924252 (Seite 5 von 13^ 



. u V I inur ISA . - -^u 0 y 4 1 V.ii i! 2 2 1 



terflaijken hinauf . Die Freiheit von mirieralischen FUlIstolTen begOostigtdiesen PlicBprozcss., 
Die Laddempcratur spUte in, jO bis 60 SekUtlden ttuf 100 his 120 gcbracht wcrden. Durbh 
die eWzcaide Tiocknung und Hflhung uiid dem damit veituodenen Viskositataanstieg wird 
oin Ahtropffcn verniieden. Die Bohmngen und die RSnder Weiben iackfrei. Nach der Kleb- 
fwlraacbung dutch Trockmmg und-Hartung wird die zweit Seite der Leiterplatte (2 ) . in der 
:.gleichenAnlage bekhichfait oder diner baugldchen zwreitep Walzenbes^^^^^^ 
zugoftthrt Die Leitor ( 10 ) habea wie in Figur 2 eisi«*tlich Qblicherwefse eitie 
I^tenabdeckung ( 13 ) von 5 bis 10 bei einer F^fcatihichtdicke von 30 firii. Bel dom 
crQndungsgcinfiB<^ Verfchna? Witii wie in Figw.3 darg^ssteUt, oiiio Loiterfcabtenabdcdajng 
( 13)vongpaBeTlOnjn erzielt . « 

Dies wird crfindTOgsgemiUJ dadurch eaeicbt, dass d^ U^^ 

Lasungsmifejla mit einem Siedepunkt von grofler 120 °C in einor Mmge vdn 5 bis,. 

20 Ocw. % enthait und nicht niit mioeralischen FttUstoffen ausgesfettet ist Bei derti pnlvei- 

fiirmigen Wtatopplack witd dies dut^eine Viskositataemiedrigvmgaufunter 500 m Pas 

CMteipht. Pie Freibeit an mineralischen FQlIsioffen ermOglicht auch eine Lasersttuktuiierung 

ohne piJ«artig6 Ascherilclsiitande aijf den leWMUgen Ku^^ 

Beisplel 1 : ' ° - 

" ' • . U . 

' Leiterplatte 300jr420xl,5;inin T>pFR4 nachNEMALeitertiOhemax. lOOMm 

Leiterbrcite lOOftm 

Ldfetopplack ! 80,0 Oew ,TI. EPOSID VP 868-2 70 Gew. % . Duroplaat. Chemie 

19,5 Gevv. TI HT 9490 Kresolnovolak l00Gow.»f Fa.Vantico 

'■ 0.5 qew.Tl 2-Ethvt-4H ^^| ^Y " midazol 

100,0 Gow.Tl 75 Gew. % 
Viskositat : 7500 m Pas bei 25 "C ■ , 

Walzenbeschichtungsanlage: RC" Fa. Robert Bilrkle GmbH Ft^denstadt 

Gummierung Dicke; 10 mm, 
y Hflrte :30ShoreA,Rz5 ^m 

Spalfcreite2v«schcn,denDosierwBlzen(6>und(7) : 120^in ' 
NassBuftmg: SO|im 

Obertrag : 42 VoI% 

TeflonroUeabofDosiorwalzo(7) AussparungvomreehtenRand : 4I0min 
Ge-sdiwindigkeil: 2 Wmin , .' ' 



nHwji J.:itHHiShKK,^>08921952221 S. 07. 



TR-Strahler : Ersler StmWcr 2 mn WellpltogQ zwciter Strahler 4 jim' Wellenltoge 
Utniitlltemperatur 1 20 °e * i ■ ' ■ ' . 

Trocknerltoge • 4 m u.:" 



Uiterplatto 300x420x l,5mxn TypFR4 nachNEMALeiterhdhe max. lOO^m 
Ldtcrbreite. idO^m • 

Pulyerfflrmiger Lfifstbpplack : 95 ,00 Oew. ,TL EpoxidharK DER 671 Fa . Dow ChemicaJ 

4,5 Gew. Tl, Dicyandiamid 
— H ' Tl 2»MethvMinida2ol Fjrma BAf ^p' 



0:r>| . . Gew.Tl/PuIyerfbmdgcrLatstoppl^^ 





$chmel2bcreicht : 65-78 ""C 
Viskosltttt ' • : 14 000 m Pas bei 110 *0 
KorngWBe : 10-20 

TGnacliderliiirtung X Siimde 160°C : 160?C 

* WalzanbQschicMungsanlage : H.RC Fa. Robert Bttrldo GmbH Frcudcnstadt 

Gummiemng Dioke: 10 mm, 
Htee ;30 Shore A , Rz 5 iiro 
. Tenfipemturrfer Auftragswaize (5 ) und der DosierwaJzen ( 6 ) mid (7 ) : 1 10 ^ C 
Tcmperatur der Lqitcrplatte : 110 . . ' . 

TeflonfolieaberDosierwal2e(7) Ausspqning vom itchtoi Rand : 410 mm 
Spaltbreite zwiscben den Dosierwalsseu (6 ) md ( 7 ) : 50 pm 
Tmckenauftrag. : 30 fi.m 
Obertrag ^ :60 Vo), % 

Geschwindigkcit ; 3 ra/min ^ ' . . ' ' 

IR-Strahler : Hrster Strahler 2 nm Wellenmnge zweiter Strahler 4 Mm Wellenlftage 
Umluftte^pemtur: 140 °C . Trocknerltoge 4m 
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Ergebnis : 

Erste Beschicbtung : 

Tmckenlilmdicke i 30 pin 
Kunlcnabdeckung bei 100 |Lim Lciterh5hc ; 11 
. Bohrungca Durchmcsscr 300 bis lOOOjLun ; iackfrei 
Leiterplattenrtoder : 5 mm Iackfrei 

Grgebnis : 

Zweite ilesclijchmiig : 

Trockenfilmdicke : 30^m 

Kantejnabdcckurig bei 100 pmLoiterh6he : 12 \xm 
Bohrungen Durchmosscr 300 bis lOOOKm;: Iackfrei 
Lcitcrplatttorflndcr : 5 mm [ackfha 




KoWcndioxidlaser : Lotpads &ei von Ascherfickstfltiden 
Vcrbrciinungsgase : Frei von Tlalogenen 

£rgcbnls Lfitung 

Bohrungen und Lotpads cinwartdfrci mU Lot benetet 
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Patennnsprllche 



I. Mittela Laaer stmkturieri,|»^ LatstoppJack ( 1 ). dadurch gckciu^eichne^ doss er 

hTi'^^^rrr'^'^'^^ ^^^^^^^^^-B^-^m.on 5000 

b. ,50pp„, Pas bcsitzt , bcvo«„8tth™ch hflrtbar 1st, einen halogen ft^Jen 
Flammenschutz bcsitzt md kcinc mineralischen FflUstoffen enthait 

2. ^«°J«^-str«kturierbar.rlasunssn,ittelhaldgerU^^^^^^ 

; 1 dadurch fickcnnzcichnct , dass der yenvcndcte I^k eiiien Antefl an tiber 120 "C 
sx^endcn LOsungsmitteln m eiher Menge von bevorzugt 5 bis 20 Oow. % cnlMlt. 

3. Mmels I^er struklurierbarer Latstopplack ( I ) nach Ampruch 1 dadun* gekcm,- 
sioichneii dass ojn halogonfrcics Epoxldharz cingcsetzt mvd 

4. Mittcl. strukturicrban. lasungsmittelth^icr L«t.topplack ( I. ) aach An.pmch 1 
^du«.h gckcnn«,ichact. daas « sich «nz dnen bevorzugt thermi«ch hMba,^n pu, ve.^ 
ffimugco I .atstopplack ( 1 ) handelt. dcr im Tempemturben^ich von 80 bis 120 of- 
neViskosiifltvon bevomigt 1 0 000 bis ISOOO.mPas aufWeist 

5. Verfah«n^Be.«,hichtu„gvo„ Leite^Iatten.( 2 ) mittels Lasar strukturicrbarct, Lat- 
.toppladcen e^naBAnsp^chldaduK^gekennzaichii^^ 

mxttels einer .inscitig von untcn aufteagenden Walzanbeschiohtungs^nlage ( 3 ) denut 
bcsch^chtet wcrden. da^ b« eincr F^kschichtdickc von 30 bis 40 ^n. und einer Lei- 

ter;™gbreite«ndHahevonlOOHmei™,Leit«rkantenabdeckung (13 )v*m graBer 
lOum bd gleichzeitiger Lackiieiheit der Bohrungen gewahridatel ist 

6. VerfehreanachAnspruch 5 d«du«.h gekemtzeicbnet. das. dcr Lackaiiftrag n^ttels ei- 
ner gununierton Walzo (5)crfoIgt,dieeineHfi«»von20bis40Sho«Aundei„e 
Rauhigkeil Rz von5 bisIO^m bcsitsst. 

7. Verfahrcn nach Ansprucl. 5 ^ur Beschichtuag von Leiterplattenmittels Laser stmktu. 
n^enbevorzu^theonischb^barexn Latstppplack ( 1 ) dudureh gekcnnzeichnet, 
daaa e.„e Wal^beachicht«.gsanlagc ( 3 ) verwendet ^ird, die Uber eine unterhalb 
derzu bescWchienden LeiterplaUe ( 2 ) «»ge6rdneten Beschichtungseinheit verlllgt 
dienebonoiner.8unnmertenAuftragswalze(5) 2«ei Dosierwalzcn ( 6 ) „. ( 7 )be 
sit^. die ;^ischcn sich einenDosi^^^^ 

l«ck(,)a«sememVorratsbeha,ter(8)dosiertoderaJsP«^^^^ . 
Sxobkasten ( 9 ) auf die gogenlfiufig rotie^e Do«ie,walze ( 6 ) aufgestr«„t >vird 
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8. Verfahren nachden Ansprtlchen 5 und 7 zur Bcschichtung von UUerplatten ( 2 ) mit 
thcrmisch hartbarcm pulvefmntiigem I^OtstcippIack ( 1 ) dadurch gckcmizeichnet. dass 

, die Auftragswaize ( 5 ) unci die Dosierwalzen ( 6 ) und ( 7 )sowie die Leiterpatte ( 2 ) 
auf eine Temperalur emSnnt. wetdon, bei welcher der Uok die erforderliche Bo- 
scWchlungsviakositat von 5000 bis 15000 m Pas aufweisi.. 

9. Verfehren haoh den. AnsprOchen 5 bis .8 dadtu^ii gekctmzcichnet. dass die Lackober- 
flachfe auf der Untwseite der beMWchteten l^tBtpktten ( 2 ) mit^^ 

( 1 1 ) ixmeriialb von l b bis eo sok. aitf grttflter 100 *C erwtrm 
ViskositOt von. 200 bis 500; 01 Pas oiTcioht. 

10. Vorfaliren nach den AnsprQch^ 5 bis 7 didurch ^ekeiiMxsichnct, dass die Trocken- 
luft bei JdsungsraitlelhaltigeQ Lacken eine Tomporatur von 1 10 bis 120 -C aufVeist 
und eine EfwHrmung der Lackobotflflche wfifaicnd der Trocknung fiber dieae Tempe- 
ratur vermicdcn wird. , 

1 1. Verfahren nach Anspmch 5 dMurch gekennzeichnet, dass cin Lfitsfopplack ( 1 ) in 
Oicken von 20 bis 40^m denirt aulfeefa-agen wird, dass eiae Lackdbertragung von der 
Ounnnierung auf die Lcitetplatte von 30 bis 70 % bevorzugt von 40 bis 60% der 
LackschichldJfikc erfoigtohne dass die Bohrldohwandungen beschicbtet wcrdcn.. 

12. Vonichtuiig zur DurchfOhnrng des Verfahrens nach Anspruch 5 dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine WaLsenbeschichtungsanlagfe ( 3 ) verwendct wird, die Uber eine 
obcte Tpanspoftwalzc ( 4 ) und eine uiitere Beschichtungseinheit air Beschichtung 
dor Loitorplattonuntoraeite verfUgt welche aus einer beheizbawsn gummlcrtcn Aut- 
tragswBlze ( 5 ) sowe aus zwei hahoizbaten Dosierwalzon ( 6 ) und ( 7 ) bcsteht, die 
awischen sich einen Dosiorspalt ausbilden .wobei die Dosierwalze ( 6 ) gegenlttufig 
anr A«Jh^>gswalzc ( 5 ) dichbar ist und tlbcr d'ieser entweder e»t» LwkvorratsgefilB ( 8 ) 
odor cin Siobl<asten ( 9 ) fOr Pulveriacke tingepidnet ist„ 

13: Vorrichtung nach Anspruch ( 12) dadurch gekennzeichnet . dass zur Erzeugung eines 
lackixden R4ndes eine stehendc Dosierwalze ( 7 ) verwendet wini, die mit einer 30 - 
ISO^m dickcnKunststofffoIie derartummantelt ist, dass die gewOnschtenBoschich- 
tunpbereicbe durj*. das Abzicshen der Folie fi-eigolegt werdcn. 
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